






















专利名称(译) 超声探测头的体积补偿系统

公开(公告)号 CN100518663C 公开(公告)日 2009-07-29

申请号 CN200580010822.7 申请日 2005-03-22

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

[标]发明人 K维克莱恩
J哈特
A霍恩伯格
M哈普斯特
C克瑞克尚克
D贝克

发明人 K·维克莱恩
J·哈特
A·霍恩伯格
M·哈普斯特
C·克瑞克尚克
D·贝克

IPC分类号 A61B8/12 G10K11/00 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/445 A61B8/4281 A61B8/4461 A61B8/483 A61B8/12

代理人(译) 黄力行

审查员(译) 马薇

优先权 60/559379 2004-04-02 US

其他公开文献 CN1937964A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

超声探测头包括枢转安装在流体腔中用于在换能器振荡时扫描探测头外
部区域的换能器。体积补偿囊形件附接于流体腔并部分装有常温(室温)下
的声学流体。囊形件由高性能热塑性材料制成，使得囊形件具有非常薄
的壁。该薄壁在囊形件内部的流体体积变化时非常柔顺，并在运输和使
用中的低温条件下保持同样如此。薄壁表现出对于声学流体的低渗透
性。该囊形件由非弹性材料形成并表现出良好的热稳定性和高爆破强
度。
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